
[会員限定] ２０２4年度第１回先端半導体パッケージWG研究会

６/5 水
【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室(I-117)

２０２4年 受付13:00～

１３：３０～１９：００

13:30-13:35 開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-14:50 多様化するチップレットパッケージングの最新動向
 

   講師 ： 西尾 俊彦氏

14:50-15:10 休憩・講師との名刺交換会
 

15:10-16:25 サプライチェーンから見た先端パッケージ動向
   日本の強みと弱点
 

   講師 ： 亀和田 忠司氏

16:25-16:45  新規会員企業の自社紹介
   ①RIMTEC(株) ②エスタカヤ(株)

 

17:00-1９:00  講演者を交えた意⾒交換会(別会場)

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 先端半導体パッケージWG事務局
（TEL/FAX：06-6879-4295／E-mail：yamaha.takahisa@sanken.osaka-u.ac.jp） 山葉隆久
主催：大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 後援：一般財団法人大阪大学産業科学研究協会

生成AIの学習モデルのパラメータ数の拡大は2年で100倍以上に増大し、同じトレー
ニング時間を達成するためには250倍以上のFLOPSの進化求められる。そのような
背景からチップレットパッケージに搭載するコア数、メモリー容量、チップレット間のバ
ンド幅の最大化実現が求められる。そのためにスケーラブルなチップレットが求めら
れ、巨大なインターポーザー部分を支えるガラスコアサブストレートも登場する。
3D Hybrid Bondingの導入は性能面からは必然でも発熱密度はさらに上がり、
熱変形についてもより配慮が必要となる。CPO（Co-Packaged Optics）による
パッケージ間光接続はスケーラビリティ要求から導入されるが光電変換の課題は多い。
さらにビヨンド2nにおいてはBSPDN（Back Side Power Delivery Network）
が必要なほど電源性能が重要となる。
本発表では、このトレンドに対して開発中の様々なチップレットの実装オプションに
対して、スケーラビリティ、性能、信頼性、デザイン性、コストの視点から最新のチップ
レットをベンチマークする事で、さらなる挑戦課題を浮彫にする事を目的とする。

半導体技術は、従来の前工程技術を中心としたチップの微細化に加えて、パッケージ
レベルでの高集積化が加速されている。
パッケージ技術の動向と、地政学的リスクも含めたサプライチェーンに与える影響、
その変化の中での日本のポジションを検証し、今後の課題について考察する。
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